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摘 要

臺灣近十年來，半導體工業蓬勃發展，IC產業(Integrated Circuit Industry)是台灣經濟的重要命脈，亦是讓台灣能在國際舞

台上佔有一席之地的產業之一；IC產業具有高投資成本、技術密集、高設備折舊、競爭激烈的產業特性，並且各生產階段

分工精細。 現今的企業正面臨著日益競爭的全球化商業環境，對製造業而言，縮短產品開發時程、提高品質與降低成本、

快速反應客戶需求，已成為其保持競爭優勢的必備條件。 根據過去的研究顯示，產品在設計階段就已經決定了50％�90％

的產品成本，為了同步考量產品設計、製造與裝配等問題，整合新產品開發專案工作，不但能增進各部門間的溝通與協調

，更可以因減少工程設計變更，使企業的資源不致浪費。 同步工程是一個整合性的系統方法，可以有效的在產品生命週期

的設計階段時，整合產品設計與製造的相關問題。 本研究主要蒐集、整理IC設計產業相關資料，論文主要探討以實務方

法與手法探討對於IC開發績效影響，及探討同步工程及新產品開發管理間之關係與影響之程度。本研究總共發出131份問

卷，有效問卷有45份。本研究以敘述性統計分析及相 關分析等為研究方法，研究結果發現如下： 研究結果發現 : 1. 同步工

程對於IC開發績效具影響。 2. 新產品開發管理對於IC開發績效具影響。 3. 同步工程與新產品開發管理互相具有影響。

關鍵詞 : 同步工程 ; 新產品開發管理 ; 開發績效
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